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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 91: Electronics assembly
technology.

The text of this amendment is based on the following documents:

CDV Report on voting
91/1419/CDV 91/1486/RVC

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the'repor}
on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the bage publication will
femain unchanged until the stability date indicated on the IEC.“website undef
Inttp://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication;’ At this date, thd
publication will be

¢ reconfirmed,

¢ withdrawn,

¢ replaced by a revised edition, or

¢ amended.

CONTENTS

\dd Subclause 6.4.3

NTRODUCTION
\dd the follawing text as the last paragraph:

Ilt is impertant to note that moisture sensitivity levels existing in both J-STD 020 ang
IEC 61,760-4 are equivalent.

2 Normative references
Delete the following reference:

IPC/JEDEC J-STD-020D.1, March 2008, Moisture/Reflow Sensitivity  Classification for
Nonhermetic Solid State Surface Mount Devices

Add the following reference:
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IPC/JEDEC J-STD-020E, January 2015, Moisture/Reflow Sensitivity Classification for
Nonhermetic Solid State Surface Mount Devices

6.3 Moisture soak

Table 2 — Moisture soak conditions

I.4 Temperature load
.4.2 Classification temperature profile for special devices

Replace the existing paragraph with the following new paragraph:

evice (e.g. components with high thermal mass and/or thermal\sensitivity), the temperatur
rofiles in Table 7 of IEC 60068-2-58:2015 can be used. Other profiles may be specified i
he relevant specification according to the agreement between’the user and the supplier. Fof
ore information, see J-STD-075:2008.

(Vhen the classification temperature profiles of Table 3 and Table 4 are not applicable to }

\dd the following new subclause:

.4.3 Reflow

he sample shall be subjected to 3 cycles of the appropriate reflow conditions as defined irr
igure 1, Table 3 and Table 4, starting in a time interval between 15 min to 4 h after remova
rom the temperature/humidity chamber. The recovery period between two successive cycleg
gshall be the time it takes until the temperature of the specimen drops below 50 °C.

If the timing between removal from the temperature/humidity chamber and initial reflow cannof
e met, the parts shall bé rebaked and resoaked according to 6.2 and 6.3.

\ll temperatures ‘refer to the centre of the package, measured on the package body surface
hat is facing upwards during assembly reflow (i.e. live-bug orientation).

or users,)T; shall not exceed the classification temperature in Table 4. For suppliers, T, shall
be eqlal*to or exceed the classification temperature in Table 4.

Thus the temperature Ioad used for testlng reS|stance to solderlng heat per each|nd|V|duaI reflow treatment and
moisture sensitivity is the same.

NOTE 2 The temperature profile defined in Figure 1, Table 3 and Table 4 conforms with Figure 5-1 and Table 5-2
of J-STD-020E, which allow wider tolerances of, for example, peak temperature compared to the prescription given
in this document.

D.2.3.1 Content of label

Replace, in the first bullet point, "classification" with "sensitivity".
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Bibliography
Delete the following reference:

IEC 60068-2-58:2004, Environmental testing — Part 2-58: Tests — Test Td: Test methods for
solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface
mounting devices (SMD)

Add-thefollowingreference:

<

IEC 60068-2-58:2015, Environmental testing — Part 2-58: Tests — Test Td: Test methdds fo
$olderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface
nounting devices (SMD)

Add the following reference:

J-STD-075:2008, Classification of non-IC electronic components for assémbly processes
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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 91 de I'lEC: Techniques
d'assemblage des composants électroniques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

CDV Rapport de vote
91/1419/CDV 91/1486/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote“ayant
abouti a I'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication.de base ne sera3
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web\."de . I''EC soug
'Ihttp://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date
la publication sera

¢ reconduite,

¢ supprimée,

¢ remplacée par une édition révisée, ou

¢ amendée.

POMMAIRE

\jouter le paragraphe 6.4.3

NTRODUCTION

\jouter le texte.'suivant comme dernier alinéa:

:l: est impertant de noter que les niveaux de sensibilité a I'humidité existant a la fois dans les
ormes*J-STD 020 et IEC 61760-4 sont équivalents.

2 Références normatives
Supprimer la référence suivante:

IPC/JEDEC J-STD-020D.1, March 2008, Moisture/Reflow Sensitivity  Classification for
Nonhermetic Solid State Surface Mount Devices (disponible en anglais seulement)

Ajouter la référence suivante:
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IPC/JEDEC J-STD-020E, January 2015, Moisture/Reflow Sensitivity Classification for
Nonhermetic Solid State Surface Mount Devices (disponible en anglais seulement)

6.3 Imprégnation d’humidité

Tableau 2 — Conditions d'imprégnation d'humidité

6.4 Charge de température

6.4.2 Profil de température de classification pour les appareils spéciaux

emplacer l'alinéa existant par le nouvel alinéa suivant:

Bi les profils de température de classification du Tableau 3 et .du-Tableau 4 ne s'appliquent
pas a un appareil (composants présentant une masse thermique et/ou une sensibilitg
lhermique élevées, par exemple), les profils de température du Tableau 7 de I'lEC 60068-2
$8:2015 peuvent étre utilisés. D'autres profils peuvent/étre précisés dans la spécification
¢orrespondante conformément aux accords convenus entre l'utilisateur et le fournisseur. Pouf
¢btenir des informations complémentaires, voir la norme J-STD-075:2008.

\jouter le nouveau paragraphe suivant:

.4.3 Refusion

'échantillon doit étre soumis a 3-cycles des conditions de refusion appropriées définies a |3
igure 1, dans le Tableau 3'et/le Tableau 4, en commencgant dans un intervalle de temps
ompris entre 15 min et 4-h-aprés le retrait de la chambre de température/en atmospheérsg
umide. La période de rétablissement entre deux cycles successifs doit correspondre a Ig
urée nécessaire pour, que la température de I'éprouvette descende en dessous de 50 °C.

Pi le délai entre_le retrait de la chambre de température/en atmosphére humide et la refusion
initiale ne peut’ pas étre respecté, les parties doivent étre ré-étuvées et retrempées
onformément'a 6.2 et 6.3.

Toutes-les températures sont indiquées au centre de I'emballage et sont mesurées sur |3
surface supérieure de lI'emballage au moment de la refusion de |'assemblage (c'est-a-dirg
c{:rientation en direct).

Pour les utilisateurs, T, ne doit pas dépasser la température de classification du Tableau 4.
Pour les fournisseurs, T doit étre supérieure ou égale a la température de classification du
Tableau 4.

NOTE 1 Le profil de température défini a la Figure 1, dans le Tableau 3 et le Tableau 4 est le méme que dans
I'lEC 60068-2-58:2015. Par conséquent, la charge de température utilisée pour les essais de résistance a la
chaleur de brasage pour chaque traitement individuel de refusion et de sensibilité a I'numidité est la méme.

NOTE 2 Le profil de température défini a la Figure 1, dans le Tableau 3 et le Tableau 4 est conforme a la
Figure 5-1 et au Tableau 5-2 de la norme J-STD-020E, qui permettent des tolérances plus élevées de la
température de créte, par exemple, par rapport a la prescription donnée dans le présent document.
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